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PRESSEINFORMATION Nr. 3, 10.07.2007

1. BONDexpo in der Neuen Landesmesse Stuttgart

Kaum wurde die Neue Landesmesse Stuttgart mit dem Doppel-Paukenschlag BLECHexpo und SCHWEISStec sehr erfolgreich in Betrieb genommen, bahnt sich mit dem „Verbund-Thema“ Montage- und Handhabungstechnik (MOTEK) sowie Industrielle Klebetechnologie (BONDexpo) der nächste Doppelschlag der P. E. Schall GmbH & Co. KG an. Erneut haben sich die Messemacher der konsequenten Prozessketten-Komplettierung zugewandt, nämlich in Form der Komplementär-Technologie zur Montage – der Klebetechnologie. 

Konsequente Prozessketten-Komplettierung

Diese findet in der BONDexpo ab sofort eine hochstehende Informations-, Kommunikations- und Beschaffungs-Plattform internationaler Prägung. Zumal die Fachbesucher und auch die Aussteller der MOTEK sich in vielen Phasen ihrer Prozesse speziell mit dem Fügen, Kleben, Dämmen und Dichten befassen müssen. Dies geschieht in der industriellen Praxis bevorzugt mit Robotern und ähnlichen Applikations-Einrichtungen, weshalb der „Blick über den Zaun“ auf der Neuen Landesmesse Stuttgart den Fachbesuchern und Ausstellern echten Synergien  bringt. 

Sorry – alle verfügbaren Flächen sind belegt

Das sehen die Aussteller der BONDexpo offensichtlich genauso, denn der in Halle 7 (der zeitgleich stattfindenden MOTEK) für die Auftaktveranstaltung 1.BONDexpo reservierte Platz ist bereits komplett ausgebucht. Da bis zum Messetermin vom 24. bis 27. September 2007 weitere Hallenflächen nicht zur Verfügung stehen sieht sich der Projektleiter der BONDexpo, Marc Speidel, buchstäblich in der Zwickmühle. Denn die Anfragen nach Ausstellungsständen und -flächen übersteigen bereits jetzt die vorhandenen Flächen, was für 2007 eine Warteliste zur Folge hat.

Auftakt mit den Markt- und Technologieführern

Aktuell meldet Marc Speidel die stolze Zahl von 55 ausstellenden Unternehmen, aufgeteilt in 53 Aussteller und Mit-Aussteller sowie 2 zusätzlich vertretene Firmen. Das Interesse aus dem In- und Ausland ist sehr groß und wird durch die zur 1. BONDexpo ausstellenden Markt- und Technologieführer aus Deutschland, Schweiz, Spanien, Niederlande und USA unterstrichen. Zu den Teilnehmern bzw. Pionieren der „ersten BONDexpo-Stunde“ zählen solch weltweit agierende Groß- und Mittelstandsunternehmen wie 3M, Bühnen, DELO, Hilger & Kern, Netzsch, Panacol-Elosol, Rampf, Reis, Sika, Uhu, Vulkan, Walther, WIWA und dergleichen, so dass bereits die 1. BONDexpo mit einem repräsentativen Auszug des aktuellen Weltangebots aufwarten kann.     

Der Erfolg ist quasi vorprogrammiert

Die P. E. Schall GmbH & Co. KG und der BONDexpo-Projektleiter Marc Speidel sind zwar sehr darum bemüht, eine Warteliste erst gar nicht entstehen zu lassen, sehen sich aber diesmal – Ironie des Schicksals – auf Grund des unerwartet großen Andrangs in der Defensive und müssen weitere Interessenten auf die dann 2. BONDexpo im Herbst 2008 vertrösten. Mit großer Sicherheit wird die parallel zur 26. MOTEK Internationale Fachmesse für Montage- und Handhabungstechnik stattfindende 1. BONDexpo Fachmesse für industrielle Klebetechnologie ein voller Erfolg und etabliert sich somit auf Anhieb.     

Weitere Informationen und Logos finden Sie im Internet unter: 
www.bondexpo-messe.de
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